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integrierter Umweltsimulation - RAYMENT

Motivation

Die weltweite Nachfrage nach elektronischen Komponenten ist

in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. Neben Konsum-
gltern wird zunehmend in industriellen Bereichen eine verstarkte
Vernetzung und Integration von elektronischen Komponenten
verzeichnet. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Produkte
hinsichtlich deren Sicherheit, Zuverlassigkeit und Integrationsgrad.
Die aktuellen Standards zur Umweltsimulation umfassen unter-
schiedliche Klimapriifungen sowie mechatronische und elektrische
Prifungen, die nach Normen und Standards durchgefiihrt wer-
den und sich durch die einzuhaltenden technischen Parameter
unterscheiden. Jedoch erlauben Umweltsimulationen bisher keine
Ruckschlusse auf die Ausfallursachen, weil viele Fehlfunktionen auf
Anomalien zurlickzufiihren sind, die von aufRen nicht sichtbar sind.

Ziele und Vorgehen

Ziel des angestrebten Forschungsverbundes ist die Konzipierung
und die Umsetzung eines 3D- Rontgeninspektionssystems als
Demonstrator zur digitalisierten Priifung von aktiven elektroni-
schen Baugruppen bei gleichzeitiger Simulation von anwender-
typischen Umwelteinfliissen. Zu diesem Zweck sollen im Projekt
variable Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen simuliert
und mit der dreidimensionalen Réntgenbildgebung sowie der Aus-
wertung elektrischer Signale kombiniert werden. Eine Erfassung
der elektrischen KenngroRen aktiver Priifkérper erfolgt unter Be-
triebsbedingungen durch Anlegen einer Stromquelle. Die Simula-
tion von Umwelteinfliissen wird in einem durchstrahlungsfahigen
Prifkammer-System durchgefiihrt, welches Glber mindestens zwei
Klimatoren verfiigt. Auf diese Weise kdnnen Anwendungsfille si-
muliert werden, bei denen Priflinge unterschiedlichen gerichteten
Temperaturen- und Luftfeuchtebedingungen ausgesetzt sind. Die
zeitgleich zur Umweltsimulation stattfindende Réntgeninspektion
erlaubt die messtechnische Erfassung des Priifkdrpers samt innen
liegender Strukturen, ohne mechanisch auf diesen einzuwirken.
Auf diese Weise kdnnen Defekte sowie Material- und Konstruk-
tionsfehler, die unter Normalbedingungen nicht zu erfassen sind,
identifiziert und lokalisiert werden. Das Vorgehen fihrt zu einer
deutlichen Verkiirzung der Entwicklungszeit fur Elektronik-Kompo-
nenten und Baugruppen, verbunden mit dem Nachweis der Zuver-
lassigkeit, auch unter extremen Umweltbedingungen.

Innovationen und Perspektiven

Das Projekt zeichnet aus, dass es etablierte Technologien wie

die Umweltsimulation und die Computertomografie erstmalig
vereinigt und somit iber die individuellen Grenzen, der bisher ein-
gesetzten Technologien hinausgeht. Neu ist, dass dieses Verfahren
erstmals einen Aufschluss Gber die inneren Vorgange bei der Um-
weltsimulationsprifung erméglicht und damit die Effektivitat deut-
lich erhoht. Von den Projektergebnissen profitieren insbesondere
Hersteller von kleineren Elektronikkomponenten. Fir sie kann der
Prifprozess deutlich schneller und wirtschaftlicher durchgefiihrt
werden, was zu verkirzten Produktentwicklungszeiten fuhrt.
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Pro FIT

Mit der Initiative ,,Pro FIT“ hat die IBB eine ,Uberholspur”
fur kleine und mittelstandische Unternehmen (KMU)
eingerichtet. Ziel der Férderung ist die Erhéhung der Inno-
vations-, dabei vor allem der Forschungs-und Entwick-
lungsintensitat unter Berlicksichtigung der im Rahmen der
gemeinsamen Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg
definierten Cluster. Angestrebt sind insbesondere Ko-
operationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft - auch
unter Berlicksichtigung von Akteuren aus Brandenburg -
und somit der Technologietransfer, um die wirtschaftliche
Verwertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnis-
sen in Berlin zu verstarken und zu beschleunigen.
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